Bleifreies Selektivliéten
Eine immer wichtigere Technologie

Kaum ein anderes Verfahren in der Elektronikfertigung hat sich in den letzten Jahren so enorm

weiterentwickelt wie die Selektivlottechnik. Die qualitativ hochstehenden Ergebnisse bestatigen
diesen Fortschritt. Griinde liegen in der zunehmenden Miniaturisierung der Komponenten sowie
in der steigenden Komplexitiat der Baugruppen.

Das Selektiviotsystem SPA 400 empfiehlt sich fiir partielles Loten bei geringen Stiickzahlen

ie zunehmend komplexeren SMT-

(Surface Mounted Technology-)

Bauteilformen und die immer klei-
ner werdenden Anschlussabstdnde zwin-
gen die Anwender dazu, die SMT auf
beiden Seiten der Baugruppe im Reflow-
prozess zu verarbeiten. Der altbewdhrte
Wellenlotprozess fur die zusatzlich zu be-
stiickenden bedrahteten Bauteile (THT =
Through Hole Technology) scheidet also
aus und das Handloten zwingt sich auf.

Der Zeitaufwand reduziert sich
um ein Vielfaches

Das Handverloten von bedrahteten Bau-
teilen ist vor allem in Landern mit hohen
Lohnkosten zu einem unwirtschaftlichen
Aspekt geworden. Diese massive Ein-
schrankung wird durch selektive Létanla-
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gen vollumfanglich kompensiert. Nach der-
zeitigem Kenntnisstand ist bereits heute
durch die Selektividtanlage eine bessere
Durchlaufzeit der Produkte zu erreichen,
als wenn diese von Hand gelotet werden
miussten. Dank Prozessiiberwachung stei-
gert sich die Taktfrequenz, folglich nimmt
der Zeitaufwand um ein Vielfaches ab.
Um den hohen Qualitatsansprichen je-
derzeit gerecht zu werden, hat sich das
Selektividten zu einem unersetzbaren
Verfahren platziert. Das Ergebnis einer
manuellen Lotstelle ist nur schwer repro-
duzierbar und abhangig von der subjek-
tiven Fahigkeit und Betrachtung der Mit-
arbeiter.

Geringerer Energie- und Platzbedarf

Im Vergleich zu komplexen Wellenlot-
strassen weisen Selektivlidtanlagen einen
geringeren Energie- und Platzbedarf auf.
Die Menge an Flussmittel, Lot und Stick-
stoff reduziert sich auf ein Minimum. Auch
der Einsatz von Létmasken und Kapton-
Abdeckbédndern, um Komponenten gegen

Flussmittel und Lot zu schiitzen, wird hin-
féallig. Beim Lotprozess entstehen praktisch
keine Lotfehler mehr. Es besteht die Mog-
lichkeit, sémtliche Parameter fiir jede ein-
zelne Lotstelle individuell einzustellen. Das
gezielte Anbringen von minimalen Fluss-
mittelmengen, nur an den betreffenden
Bauteilanschliissen, garantiert ein Hochst-
mass an Leiterplattenreinheit.

Das erneute Aufschmelzen von SMDs
auf doppelseitig bestlckten Leiterplatten
kann vermieden werden, da das Selektiv-
[6tsystem die Warme nur punktuell auf
die betreffenden Bauteile Ubertragt. Die
Waérmebelastung der gesamten Baugrup-
pe verringert sich dadurch erheblich, was
sich auf deren Lebensdauer positiv aus-
wirkt.

Beim Wellenloten ist eine vollflachige
Verweildauer wahrend dem Vorheizpro-
zess notig. Wenn auch nur einige Bautei-
le eine hohere Lotwérme benotigen, steigt
gezwungenermassen die Temperaturbe-
lastung fur die gesamte Baugruppe.

Eine zeitgemésse
und zukunftsweisende Technik

Esist schon seit langem erkennbar, dass
die bedrahtete Technikimmer weniger An-
wendung in der Elektronik findet. Oft sind

o

Selektivloten einer doppelseitigen SMT-
Leiterplatte



Baugruppen mit weniger
als 1 Prozent THT-Kom-
ponenten, wie Stecker,
Trafo, Relais usw., be-
sttickt. So lange jedoch
diese Bauteile ihre Da-
seinsberechtigung ha-
ben, werden auchimmer
Wellenlétanlagen und
Selektivlotsysteme ver-
wendet. Wenn man den
Markt beobachtet, der
sich momentan auf blei-
frei umstellen muss, ist
zu erkennen, dass viele
Firmenin eine neue Wel-
lenlétanlage und/oderin
die Umristung der be-
stehenden Welle inves-
tieren. Dies zeigt somit auf, dass weiterhin
bedrahtete Bauteile ihren Einsatz finden.
Fraglich ist auch, wann und ob in der Zu-
kunft die Leistungselektronik auf SMT um-
stellen kann.

Aufgrund der hoheren Temperaturbe-
lastung durch Einsatz von bleifreiem Lo6t-

Blick in den Innenraum einer Selektividtanlage von Ebso

zinn und der stetig abnehmenden Anzahl
von bedrahteten Anschlissen riickt das Se-
lektivioten immer mehrin den Vordergrund.

Letztendlich ist das Selektivloten effi-
zient, schonend, genau, sauber und re-
produzierbar. Eine Technik die zeitgemdss
und zukunftsweisend ist.

NACHGEFRAGT

«Handlo6tstellen sind nicht

mehr nétig»

Rolf Weyermann,
Produktionsleiter
Placetec AG,

info@placetec.ch

Ist selektives Loten
ohne Einsatz von
Stickstoff moglich?
\ . Beim Hub-Tauch-
WY & Verfahren kann auf
den Einsatz von Stickstoff verzichtet wer-
den. Mit der Anwendung einer Miniwelle
muss aufgrund der Oberflachenspan-
nung Stickstoff eingesetzt werden.

Welches sind die Hauptvorteile beim
Selektivloten?

Der grosste Vorteil ist, dass Handlotstel-
len nicht mehr notig sind. Aufwandige
Abdeckarbeiten und Létmasken werden
hinfallig. Das spart Zeit und Geld.

Wie verhalten sich Firmen, die mangels
Volumen keine Selektiviotanlage be-
schaffen wollen oder konnen?

Sie wenden sich an eine Firma, wie die
Placetec AG, die das selektive Loten als

Dienstleistung anbietet, oder nehmen
weiterhin Handl6tstellen in Kauf.

Gibt es Bereiche, wo Handlo6tstellen ver-
boten sind?

Gewisse Industriebereiche, z.B. die Au-
tomobilindustrie, verlangen ausschliess-
lich maschinell produzierte Lotstellen,
da die Reproduzierbarkeit jederzeit ge-
widhrleistet werden muss.

Wie hoch ist der Energie- und Material-
aufwand einer Selektivlotanlage?

Die Leistungsaufnahme im Betrieb betragt
max. 3,5 kW. Dies entspricht einer klei-
nen bis mittleren Wellenlétanlage. Der Be-
darf an Flussmittel- und Lotzinn ist er-
heblich geringer als beim Wellenléten,
da die Benetzungen nur punktuell erfol-
gen. Das Lotvolumen unserer Selektivlot-
anlage betragt weniger als 50 kg Lotzinn.

Gibt es Bereiche, wo eine Selektivlot-
anlage nicht geeignet ist?

Bei Baugruppen mit ausschliesslich be-
drahteten Bauteilen ist dieses Verfahren
nicht optimal.
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